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Procede de fabrication de cartes sans contact 



(57) L'invention concerne un procede de fabrication 
de cartes sans contact comportant une antenne (1) 
noyee dans un corps de carte (2) et connectee, par ses 
bornes de connexion (3) aux plages de contact (4) d'un 
module electronique (5) du corps de carte (2) ainsi 
qu'une carte obtenue par un tel procede. L'invention se 
caracterise en ce que ledit procede comprend les eta- 
pes suivantes : 

- on place I'antenne (1) dans une cavite (13) d'un 
moule (14) ; 

- on dispense une matiere plastique liquide (15) a sa 



surface et 

on repartit ladite matiere (15) a la surface de la 
feuille (6), de maniere a ce qu'elle soit guidee par 
I'antenne (1), en vue de former une couche (7) du 
corps de carte (2). L'invention s'applique aux cartes 
exclusivement sans contact et aux cartes mixtes 
destinees a des operations du type telebtlletique. 
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Description 

L'invenlion concerne un proc6d6 de fabrication de 
cartes ou objets portables sans contact comportant une 
antenna noy§e dans un corps de carte et connected, 
par ses bornes de connexion, aux plages de contact 
d'un module electronique ou eiectrique. 

L' invention ne concerne pas uniquement des cartes 
ayant exclusivement un fonctionnement sans contact. 
Etle concern© en outre des cartes dites mixtes, qui pos- 
sedent a la fois un fonctionnement sans contact et un 
fonctionnement par contacts. Aussi, dans la presents 
description, on appellera carte sans contact, une carte 
ou un objet portable dont le fonctionnement est, indiffe- 
remment, exclusivement sans contact ou alors mixte. 

Les cartes sans contact sont destinees a la realisa- 
tion de diverses operations, telles que, par exemple, des 
operations de debit, des operations bancaires, des com- 
munications telephontques, ou diverses operations 
^identification. Elles sont destinees, en particulier, a 
des operations du type telebil!6tique dans lesquelles el- 
les sont debitees a distance d'un certain nombre d'uni- 
t6s lors d'un passage a proximite d'une borne et ou elles 
peuvent etre rechargees a distance egalement. Dans le 
cas d'une carte mixte, le rechargement s'effectue dans 
un distributee classique de carte a contacts. 

Les operations a distance pr6cit6es s'effectuent 
grace a un couplage electromagnetique entre I'eiectro- 
niquede la carte et unappareil recepteurou lecteur. Ce 
couplage s'effectue en mode lecture ou en mode lectu- 
re/ecriture et la transmission des donnees s'effectue par 
radiofrequences ou hyperfrequences. 

Telles qu'elles sont realisees actuellement, les car- 
tes sans contact sont des objets portables aux dimen- 
sions normalises. La norme usuelle. ISO 7810 corres- 
pond a une carte de format standard de 85 mm de lon- 
gueur, de 54 mm de largeur, et de 0,76 mm d'epaisseur. 

On connaTt des precedes de fabrication de cartes 
sans contact par colamination. Dans de tels precedes, 
on dispose, entre deux plateaux d'une presse, un em- 
pitement de feuilles thermoplastiques au milieu duquel 
on place un module electronique sans contact deja con- 
nects a une antenne. On effectue ensuite le soudage 
de ces diff6rentes feuilles en appliquant pression et tem- 
perature. 

Toutefois, du fait des differences de coefficient de 
dilatation entre les mate'riaux utilises, Taction combinee 
de la pression et de la temperature engendre une de- 
formation residuelle inesthetique a la surface de la carte 
et en regard du module electronique. 

On connail d'autres proc6des de fabrication de car- 
tes sans contact qui mettent en oeuvre une simple dis- 
pense de matiere plastique fluide dans une cavite 
ouverte d'un moule ou Ton a place une feuille thermo- 
plastique sur laquelle repose une antenne d6ja connec- 
tee a un module electronique. La matiere forme alors 
une couche uniforme qui recouvre entierement I'anten- 
ne et le module. 



De tels precedes ne sont pas adaptes a une fabri- 
cation a forte rentabilite de cartes en s6rie. En effet, ils 
ne permettent pas un report differe du module electro- 
nique dans une etape ulterteure a la dispense de ma- 
s tiere et les rebuts, qui contiennent le module electroni- 
que, augmentent consid enablement le prix de revient 
moyen d'une carte. En outre, ces precedes ne permet- 
tent pas I'obtention immediate de cartes mixtes. 

D'autres precedes encore visent la fabrication de 
10 cartes a contact par injection de matiere plastique liqui- 
de sous forte pression dans une cavite 1erm6e d'un 
moule. Ces precedes pourraient etre transposables a la 
realisation des cartes sans contact. 

Mais I'antenne, qui est particulierement fragile, peut- 
is alors etre soumise aux contraintes de la pression d'in- 
jection, ce qui rend le precede critique etaccroTt la quan- 
lite de cartes rebuts. En outre, lors de I'injection, le mo- 
dule electronique est deja connecte a I'antenne, ce qui 
greve le prix de revient des cartes obtenues. 
20 La presente invention a pour but de proposer un 
precede de fabrication de cartes sans contact a faible 
prix de revient, qui pallie les inconvenients precites des 
precedes de I'etat de la technique, et qui permette no- 
tamment, la possibility d'un report du module Electroni- 
cs que dans une etape differee, en vue d'obtenir des cartes 
sans contact ne presentant pas de deformation au re- 
gard du module electronique. 

Ce but, ainsi que d'autres qui apparaltront par la 
suite, sont atteints grace a un precede de fabrication de 
30 carte sans contact, dans lequel on dispense une matiere 
liquide sur une antenne, puis on repartit ladite matiere, 
de maniere a ce qu'elle soit guid6e, dans son parcours, 
par I'antenne elle-meme. 

Aussi, Tinvention a pour objet un procede de fabri- 
cs cation de cartes sans contact comportant une antenne 
noyee dans un corps de carte et connectee, par ses bor- 
nes de connexion, aux plages de contact d'un module 
electronique du corps de carte, caract6ris6 en ce qu'il 
comprend les etapes suivantes, selon lesquelles : 

40 

de preference, on depose una feuille plastique dans 
une cavite d'un moule, d'un moule, de preference 
horizontal, et on place I'antenne sur le fond de la 
cavite ou sur ladite feuille ; 

45 

on dispense, de preference par injection, une ma- 
tiere plastique liquide a sa surface ; et 

on repartit ladite matiere de maniere a ce qu'elle 
so soit guidee par I'antenne, en vue de former une cou- 
che du corps de carte. 

Le description qui va suivre, et qui ne presente 
aucun caractere limitatif, permettra de mieux compren- 
ss dre la maniere dont Tinvention peut etre mise en prati- 
que. 

Elle doit etre lue au regard des dessins annexes, 
dans lesquels : 
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la figure 1 illustre, en perspective, la dispense et la 
repartition guidee de la matiere plastique liquide se- 
lon le proc6de de I'invention ; 

la figure 2 illustre, en coupe transversale, des 
moyens de pression mis en oeuvre pour la reparti- 
tion de la mattere ptastique liquide selon le proc6de 
de I'invention ; 

la figure 3 montre, en coupe transversale, une eta- 
pe de report du r. ,odule elect ronique selon un mode 
de mise en oeuvre du procede de I'invention. Ce 
report peut etre effectue avant ou apres I'etape de 
la figure 1; 

les figures 4 et 5 montrent, en coupe transversale, 
I'etape de report du module electronique selon un 
autre mode de mise en oeuvre du procede de 
I'invention ; et 

la figure 6 represente, en coupe transversale, une 
carte sans contact, obtenue selon un des modes de 
mise en oeuvre du procede de I'invention. 

L'invention concerne un proc6de de fabrication de 
cartes sans contact. De tetles cartes component une an- 
tenne 1 noyee dans un corps de carte 2 et connect6e, 
par ses bornes de connexion 3 t aux plages de contact 
4 d'un module electronique 5. 

Le corps de carte 2 forme un parallelepipede rec- 
tangle de faible epaisseur compose de differentes cou- 
ches de matiere plastique 6, 7, 8. 

L'antenne 1 est placee dans une couche 7 du corps 
de carte 2 comprise entre une teuille thermoplastique 
inferieure 6 et une couche superieure 8. Elle est cons- 
titute, par exemple, d'un dielectrique metallis6 ou con- 
tre-colle avec du metal formant une spirale de n spires. 
Le flux electromagnetique traversant l'antenne 1 est 
proportionnel au nombre n de spires qu'elle comporte 
et a la surface delimitee par lesdites spires. Aussi, n est 
avantageusement le plus grand possible et la confor- 
mation des spires suit sensiblement les bords du corps 
de carte 2. Dependant, les figures de la presente des- 
cription montrent une antenne 1 en forme de spirale 
comportant, dans un souci de clarte, deux spires et lais- 
sant la partie centrale de la feuille 6 entierement dega- 
gee. Les extremites de ta spirale formant l'antenne 1 
constituent les bornes de connexion 3 qui sont situees 
a proximite Tune de I'autre. Par ailleurs, l'antenne 1 peut 
etre realisee par differentes methodes et notamment 
par estampage, par gravure chimique, ou par le depot 
d'un promoteur d'adherence sur une feuille thermoplas- 
tique par serigraphie puis metallisation par depot chimi- 
que. 

Le module electronique 5 est place dans la couche 
8. II comporte par exemple une puce a circuits integres 
9 connectee par ('intermediate de fits conducteurs 10 a 
un ensemble de plots metalliques situes a sa peripherie. 



Deux de ces plots torment les plages de contact 4. Les 
autres plots forment des metallisations 11, destinees a 
un fonctionnement par contacts de la carte sans con- 
tact. Les metallisations 11 affleurent done a la surface 

s du corps de carte 2. La puce 9, les fits 10, et les plots 
4, 11 sont figes dans une resine de protection 12. 

Dans une premiere etape preferee du precede de 
I'invention, on depose la feuille plastique 6 au fond d'une 
cavitd 13 d'un moule 14. 

jo Cette cavite 1 3 est par exemple ouverte. Elle com- 
porte un fond plan et des parois laterales verticales. Ses 
dimensions, longueur et largeur, sont sensiblement 
egales aux dimensions, longueur et largeur, de la carte 
que Ton veut obtenir. Toutefois, sa profondeur est supe- 

15 rieure ou egale a l'epaisseur de la carte que I'on veut 
obtenir. 

La feuille 6 vient au contact des parois verticales de 
la cavite 1 3. L'epaisseur de cette feuille 6 est de I'ordre 
de 180 micrometres pour une carte standard correspon- 
20 dant a la norme ISO 7810. Elle est composee de PVC 
(chlorure de polyvinyie), d'un PC (polycarbonate), 
d'ABS (acrylonitrile butadiene styrene), de PET (polye- 
thylene), de PETG (polyterephtalate d'ethylene glycol), 
de PVDF (polyfluorure de vinylidene) ou de lout autre 
25 film thermoplastique de proprietes equivalentes. 

Dans une seconde etape du procede, on place et, 
eventuellement, on colle l'antenne 1 sur la feuille 6. 

Cette seconde etape peut etre realisee avant la pre- 
miere etape. Le terme "placer" doit se comprendre dans 
30 un sens large, incluant notamment la methode de rea- 
lisation strigraphique de l'antenne 1 mentionnee prece- 
demment. 

Par ailleurs, l'antenne peut aussi etre surmoulee 
dans un moule qui la recoit entierement et etre collee 

35 sur la feuille thermoplastique apres le surmoulage. Le 
moule de surmoulage peut avoir une hauteur limitee 
exactement a l'epaisseur de l'antenne. 

Dans une troisieme etape, on dispense une matiere 
plastique liquide 15 a la surface de la feuille 6 sur la- 

40 quelle repose l'antenne 1 . 

La matiere 1 5 est dispensee par le dessus de la ca- 
vite 1 3, grace aux precedes connus de I'art anterieur 
permettant de dispenser des liquides en quantites de- 
terminees. Le terme liquide est ici utilise a ['inverse du 

45 terme pateux. On a represente cette dispense par une 
seringue ou une micropipelte avec un embout 16 en fi- 
gure 1 . La dispense est eff ectuee sous une pression fai- 
ble et tres inferieure a la pression de 700 kg/cm 2 cou- 
ramment mise en oeuvre dans les proced6s de fabrica- 

so tion de carte avec injection de matiere dans des cavites 
fermees de faible profondeur. Une telle pression est in- 
ferieure a 100 kg/cm 2 . 

Le micromodule peut etre present, connecte aux 
bornes de connexion de l'antenne 1 , lors de la dispense 

55 ou injection de ta matiere 15. 

La matiere 15 est destines a former la couche 7 du 
corps de carte 2. Elle est composee, par exemple, 
d'ABS, d'un PC, d'ABS/PC, de PET, d'un polyamide, ou 



3 
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de tout autre resin e liquide a une certaine temperature 
ou dans certaines conditions de pression, pr6ferentiel- 
lement d'indice de fluidite eleve afin de favoriser I'ecou- 
lement, et durcissable a une autre temperature, dans 
d'autres conditions, ou alors en presence d'un cataly- 
seur en particulier pofyurethane, epoxyphenolique mo- 
difiee ou non. La couche 7 a une epaisseur sensible- 
ment egale a I'epaisseur de I'antenne 1 , c'est-a-dire, 
dansl'exemplede lapresente description, sensiblement 
egale a 80 micrometres. La matiere 15 est ainsi dispen- 
see directement sur la feuille 6 sans qu'elle recouvre 
I'antenne 1 et, en particulier, ses bornes de connexion. 
De plus, le volume de matiere 1 5 dispensee est calcule 
avec justesse afin que la couche 7 montre, malgre la 
presence de I'antenne 1, une surface plane. 

Dans un mode de realisation avantageux de I' inven- 
tion, la matiere 1 5 est dispensee sensiblement au centre 
de la lace superieure de la feuille 6, c'est-a-dire a Ten- 
droit te plus eloigne de I'antenne 1 . Aussi, la possibility 
pour que le dep6t de matiere 15 dispensee recouvre 
I'antenne 1, meme partiellement, sera minimale. 

Dans une quatrieme etape de I'inventton, on repartit 
la matiere plastique liquide 15 a la surface de la feuille 
6, de maniere a ce que ladite matiere 15 soit guidee, 
dans son parcours, par I'antenne 1, en vue de former la 
couche 7 du corps de carte 2. 

Dans le cas de I'exemple de la presente description, 
I'antenne 1 a une configuration en spirale. La repartition 
s'effectue done en spirale. selon le parcours indique par 
les Heches 17. 

Cette repartition s'effectue, par exemple. grace a un 
pressage progressif de la matiere 15a I'aide d'un moyen 
de pressage, qui peut consister, comme le montre la fi- 
gure 2, en une piece 18 aux dimensions, longueur et 
largeur, sensiblement inferieures aux dimensions, lon- 
gueur et largeur, de la cavite 13. La piece 1B s'insere 
dans ladite cavite 13 et repousse alors le depdt de ma- 
tiere liquide 15 selon le parcours de repartition precite 
17. De preference, on chauffe pour faire fondre la ma- 
tiere deposee et on presse progressivement. 

La repartition de la matiere 15 est realisee de ma- 
niere a ce que les bornes de connexion 3 de I'antenne 
1 ne soient pas recouvertes par ladite matiere 15. 

Lorsque la matiere 15 est solidifiee, apres refroidis- 
sement (dans le cas d'un thermoptastique) ou polyme- 
risation (dans le cas d'un thermodurcissable), on obtient 
une structure de carte intermediate formee de la feuille 
the rmop last ique 6 (event uellernent) sur laquelle repose 
la couche 7 dont I'epaisseur est traversee par i'antenne 
1. 

Les etapes ulterieures visent, le report du module 
electronique 5 sur la structure precise, la connexion de 
ce module 5 aux bornes 3 de I'antenne 1 , et la formation 
de la couche 8 recouvrant la couche 7. Dans un exem- 
ple, I'epaisseur de la couche 8 est de 500 micrometres. 

Selon un premier mode de realisation montre en fi- 
gure 3, on reporte le module 5 grace a une piece 1 9. 
Cette piece 19 maintient la couche 8 destinee a venir 



s'appliquer a la surface de la couche 7. 

La couche 8, obtenue de preference par un moula- 
ge prealable, comporte un logement 20 dans lequel on 
a aussi prealablernent insere le module 5. Ce logement 

s 20 est situe de maniere a ce que les plages de con- 
nexion du module 5 affleurent a la surface inferieure de 
la couche 8 et viennent, lors de ('application de ladite 
couche 8 sur la couche 7, au contact des bornes de con- 
nexion 3 de I'antenne 1 . En outre, la couche 8 comporte 

10 avantageusement, sur sa face inferieure, une colle qui 
ameliore sa fixation a la couche 7. 

Selon un second mode de realisation montre aux 
figures 4 et 5, la piece 19 comporte un noyau 21 destine 
a former, apres I'application de la couche 8 sur la couche 

'5 7, une cavite 22 de profondeur egale a I'epaisseur de la 
couche 6 pour le report du module 5. 

Pour la mise en oeuvre de I'invention dans la fabri- 
cation de cartes en serie, on pourra avantageusement 
utiliser des bandes perforees du type de celle qui sont 

20 decrfles dans le brevet francais depose au nom de la 
demanderesse et publie sous le numero 2 673 041 . 

Quelque soit le mode de realisation employe, on ob- 
tient, apres assemblage avec contre collage (thermo- 
plastique ou adhesif) de la couche 8 sur la couche 7 ou 

25 demoulage des deux couches 7 et 8 fabriquees dans un 
meme moule, une carte sans contact. Une telle carte, 
du type de celle representee en figure 6, montre une 
feuille inferieure 6 sur laquelle repose une couche 7 dont 
I'epaisseur est egale a I'epaisseur de I'antenne 1 , ladite 

so couche 7 etant recouverte de la couche 8 comportant 
le module 5. 



Revendl cat ions 

35 

1 . Precede de fabrication de cartes sans contact com- 
portant une antenne (1) noyee dans un corps de 
carte (2) et connectee, par ses bornes de connexion 
(3), aux plages de contact (4) d'un module oloctro- 

40 nique (5) du corps de carte (2), caractertsg en ce 
qu'il comprend les etapes suivantes, selon 
lesquelles : 

on place I'antenne (1 ) dans une cavttS (1 3) d'un 
45 moule (14); 

on dispense une matiere plastique liquide (1 5) 
a sa surface ; et 

50 - on repartit ladite matiere (15), de maniere a ce 
qu'elle soit guidee par I'antenne (1), en vue de 
former une couche (7) du corps de carte (2). 

2. Precede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
55 que, prealablernent a la dispense, on depose une 

feuille plastique (6) et en ce que I'antenne (1 ) est 
alors placee sur ladite feuille (6). 
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3. Procede selon Tune des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce que la cavite (13) du moule (14) 
dans laquelle on depose la feuille (6) a des dimen- 
sions, longueur et largeur, sensiblement egales aux 
dimensions, longueur et largeur, de la carte sans s 
contact. 

4. Precede selon I'une des revendications 1 , 2 ou 3, 
caract6rise en ce qu'on dispense la matiere (15) de 
mantere a ce qu'elle ne recouvre pas les bornes (3) to 
de I'antenne 1 . 

5. Procede selon Tune des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce qu'on dispense la matiere 
(15) sensiblement au centre de la feuille (6). 15 

6. Procede selon I'une des revendications preceden- 
tes. caracterise en ce que la repartition s'effectue 
par pressage de la matiere (15) a I'aide d'un moyen 

de pressage (18). 20 

7. Precede selon Tune des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce que la repartition s'effectue 
en spirate, I'antenne (1) ayant elle-meme une con- 
formation en spirale. 25 

8. Procede selon I'une des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce que ta repartition de la 
matiere (15) est effectuee de maniere a ce que les 
bornes de connexion (3) de I'antenne (1 ) ne soient 30 
pas recouvertes par ladite matiere (1 5). 

9. Procede selon I'une des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce qu'on forme, au dessus de la 
couche (7), une couch© (8) destinee a recevoir le 35 
module electronique (5). 

10. Procede selon I'une des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce que la couche (8) comporte 

un logement (20) dans lequel on a prealablement 40 
insere le module electronique (5). 

11. Carte obtenue par le procede ci-dessus caracteri- 
se^ en ce qu'elle comporte une premiere feuille 
thermoplastique (6), une couche (7) comprenant *s 
I'antenne (1) traversant I'epaisseurde ladite couche 

(7) et, une couche (8) comprenant le module Elec- 
tronique (5). 

50 



55 
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